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Abstract: This paper deals with issues connected with solder residues cleaning process of modern
BGA packages. First part is focused on contact cleaning method of solder residues. It describes
main disadvantages and incurred defects of this method. Second part is focused on a new contactless
cleaning method with special tool and then suggests variety of verification possibilities.
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UVOD

Neustély rozvoj a miniaturizdcia v oblasti mikroelektroniky viedla ku potrebe vytvorit' puzdro na
¢ipové suciastky, ktoré by vyhovovalo modernym trendom. Hlavnymi poZiadavkami bolo zmense-
nie celkovej plochy puzdra a vyvedenie vyvodov z puzdra ¢o najefektivnejSim spdsobom a ziroven
aby tieto vyvody mohli byt’ spdjkovatel' né dostupnymi technolégiami. Puzdra s vyvodmi po strandch
prestavali vyhovovat’ a do popredia sa zacali dostdvat’ technolégie vSeobecne zaloZené na povrchovej
montdZi a spajkovania pretavenim. Preferovanymi sa stali puzdra s maticovym usporiadanim vyvodov
vo forme spajkovych guliciek, ktoré si vSeobecne zndme pod oznaCenim Ball Grid Array [1]]. Tieto
puzdra su v stcasnej dobe vel'mi rozsirené a od prvych aplikdcii sa dost’ vyrazne zmensSili rozstupy
jednotlivych vyvodov Na pracoviska zaoberajtce sa procesmi spojenymi s tymito puzdrami su Casto
kladené ovel’a vysSie ndroky na technoldgie a skisenosti. Aby findlne rieSenie bolo schopné ¢o naj-
viac konkurovat’, je dolezité klast’ doraz hlavne na ekonomické aspekty kazdého kroku pri vyrobe.
nomického hl’adiska nie je prinosné, aby boli realizovatel'né opakovatel' né opravy. Napriek tomuto
existuju aj vyrobky pri ktorych st opravy montdZnej zostavy vyhodné. Problematika uvedenych puz-
dier je pri takychto opravich zastipend v znac¢nej miere. Ako uz bolo spomenuté, pri tomto procese
je potrebné uvaZovat’ vplyv vel’kého mnoZstva rozlicnych faktorov [2].

KONTAKTNA METODA ODSTRANOVANIA SPAJKY

Aktudlne najviac pouZivanou metddou na odstrafiovanie zvyskov spdjky je kontaktnd metéda. Jednd
sa o manudlnu metédu a odstrafiovanie zvyskov spdjKky je realizované prostrednictvom zaskolenych
operatorov. Pri Cisteni sa pouZiva kontaktné spdjkovanie pomocou ru¢nej spajkovacky, Specidlny spéj-
kovaci hrot, odsdvaci medeny pasik, gélové tavidlo a isopropylalkohol. Pri tejto metéde je znacny
vplyv I'udského faktora na vyslednd kvalitu ocistenia. Pri tejto metdde Cistenia je opakovane tepelne
namdhand lokdlna ¢ast’ DPS a zarovent mézu vznikat’ rézne mechanické poskodenia na povrchu DPS.

2.1 ANALYZA VZORIEK

Opticka kontrola vzoriek DPS po kontaktnom odstraneni zvyskov spajky po odobrati BGA puzdra
bola realizovand prostrednictvom optického stereo mikroskopu a pre nafotenie vzoriek bol pouZity
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digitdlny mikroskop s Full HD rozliSenim.

Stav vzorky po odobrati pozadovaného BGA puzdra je zobrazeny na obrazku [T} Oblast pod BGA
puzdrom obsahuje po odobrati zna¢né mnoZstvo prebytocnej spajky na spajkovacich ploskach. Tito
prebyto¢nu spajku je nutné odstranit’ pred osadenim a spijkovanim nového BGA obvodu.

Po kontaktnom Ccisteni tito vzorka obsahuje pomerne vel'’ké mnozstvo poskodeni na nespijkovace;j
maske, delaminované spdjkovacie plosky a malé mnozstvo zvysnej spdjky na nespdjkovacej maske.
Vsetky uvedené defekty, ktoré vznikaji pri kontaktnom odstrafiovani spajky su neakceptovatel né pre
d’alSie kroky opravy DPS spojené s osadenim a spijkovanim nového BGA obvodu. Vysledny stav
jednej zo vzoriek je zobrazeny na obrézku [T]
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Obrazek 1:  Ukazka vzorky, vI'avo po odobrati BGA, vpravo po kontaktnom ¢isteni

3 BEZKONTAKTNA METODA ODSTRANOVANIA SPAJKY

Manuélne kontaktné Cistenie zvyskov spijky nie je opakovatel'ny proces, ktory prinasa hlavne riziko
poskodenia okolitych suciastok, nespajkovacej masky, ploSnych vodicov alebo spajkovacich plosiek.
Tieto defekty mdézu mat’ za ndsledok poskodend DPS, ktord d’alej nemdZe pokracovat’ v procese
opravy. Momentélne existuje niekol'’ko rieSeni bezkontaktného Cistenia, ktoré sa odliSujui technolo-
gickym spracovanim, a ako priklad jedného z nich, uvddzam rieSenie od spole¢nosti Finetech. Dalgie
spolocnosti, ktoré sa zaoberaju problematikou bezkontaktného Cistenia s napriklad Martin a Zevac.
Spolo¢nost’ Finetech vyvinula a pontka rieSenie cestou bezkontaktného odstranenia spéjky v jedinom
kroku, ¢o umoziuje bezpecné, opatrné a hlavne opakovatel'né zaobchddzanie, a to i na vel’mi malych
miestach DPS s vysokou hustotou integracie sticiastok. Po spusteni procesu pretavenia je mozné roz-
tavend spajku I'ahko odstranit’ z DPS pomocou vykonného vakua [3]. Novd generdcia néstrojov ku
odstariovaniu spijky umoziuje bezkontaktné odstranenie zvyskov spdjky bez naruSenia spajkovacich
plosiek alebo nespédjkovacej masky. Susedné suciastky a DPS budu spol’ahlivo chrdanené pred nezia-
ducim poskodenim. Princip bezkontaktného ndstroja ur¢eného na odstranenie spajky je zobrazeny na
obréazku

3.1 PLANOVANA ANALYZA VZORIEK

Analyza vzoriek bude realizovana prostrednictom priamej alebo nepriamej metédy. Priamou metédou
sa uvazuje precizne vaZenie vzoriek DPS pred a po odstraneni zvyskov spdjky. Rozdiel nameranych
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Obrazek 2:  Princip bezkontaktného néstroja na odstranenie spajky od firmy Finetech [3]]

hodn6t ndm urci hmotnost’ spdjky, ktord bola odstranend. Porovnanim rozdielov nameranych hodnot
medzi referen¢nym kontaktnym a novym bezkontaktnym spdsobom odstrdnenia spajky, sa vyhod-
noti miera kvality nového procesu Cistenia. Nepriame metédy vyhodnotenie s napriklad 3D AOI,
SPI alebo analyza povrchu profilometrom. Jednou z uvedenych metéd bude moZné analyzovat’ a vy-
hodnotit’ vzhl'ad povrchu spijkovavich plosok po odstraneni zvyskov spdjky obidvomi uvedenymi
spOsobmi.

4 ZAVER

Préca sa zaoberd praktickym porovnanim, analyzovanim a vyhodnotenim dvoch r6znych metéd od-
strafiovania zvyskov spdjky na DPS po odobrati BGA puzdra. Ciel’om je preskiimat’ moZnosti auto-
matického bezkontaktného Cistenia DPS pomocou $pecidlneho néstroja a zvolit’ spravnu metédu pre
vyhodnotenie kvality tohoto nového procesu Cistenia. Vyhodou novej metddy je eliminovanie naj-
Castejsie vznikajucich defektov akymi st poskodenie nespajkovacej masky, delamindacia spajkovace;j
plosky a zvysky spdjky na nespdjkovacej maske. VSetky uvedené defekty na opravovanych DPS su
neakceptovatel'né pre d’alsi postup, akym je osadenie a spajkovanie nového BGA puzdra. Tato nova
metdda Cistenia zvySkov spdjky sa javi byt perspektivna pre dosiahnutie d’alSieho zvySenia vyt az-
nosti procesu oprav DPS osadenych BGA obvodmi.
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